※一萬元以上代墊簽呈表單
注意”下列事項自即日起代墊款項在一萬元以上者，免個案專簽”

(一)公用事業電費、電話費
(二)論文編修費(10萬元以下，包含信用卡支付)

(三)期刊投稿(發表)費(10萬元以下，包含信用卡支付)

(四)學會或協會之會費(10萬元以下，包含信用卡支付)

(五)國內舉辦研討會之註冊費(10萬元以下，包含信用卡支付)
簽  於工學院機械工程學系 
 會辦單位：
	承辦單位（擬辦）
	會辦單位（會簽）
	決行單位（批示）

	工學院機械工程學系
	（相關單位）


	


主旨：簽請 機械工程學系 _________教授執行「             」計畫購案代墊事宜，惠請  同意。
說明：
一、(代墊原因) 
二、代墊人：_______。代墊總金額：＄_______。
   三、計畫資訊如下：
    （一）計畫名稱：
     (二）計畫期限：   /   /   ~   /   /   
     (三）國科會編號：
     (四）流水號：
四、計畫聯絡人：_______，實驗室分機：_______。
請於紅色劃線處填妥資料，電子檔傳送系辦承辦人
